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（百万円未満切捨て） 
１．平成 28 年５月期第２四半期の業績（平成 27 年６月 1 日～平成 27 年 11 月 30 日） 
 
(1) 経営成績（累計）                                                         （％表示は、対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28 年５月期第２四半期 27,993 22.6 2,001 39.9 1,976 13.4 1,338 46.1
27 年５月期第２四半期 22,831 3.5 1,431 11.7 1,743 33.0 916 14.8

 

 
１株当たり 

四半期純利益 
潜在株式調整後 

１株 当 たり四 半 期 純 利 益

 円  銭 円  銭

28 年５月期第２四半期 40.24 － 
27 年５月期第２四半期 27.36 － 

 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

28 年５月期第２四半期 73,722 53,539 72.6 
27 年５月期 75,252 53,974 71.7 

（参考）自己資本    28 年５月期第２四半期  53,539 百万円     27 年５月期  53,974 百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期 末 合 計 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 
27 年５月期 － 12.00 － 12.00 24.00 
28 年５月期 － 13.00   

28 年５月期(予想)  － 13.00 26.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 
３．平成 28 年５月期の業績予想（平成 27 年６月 1 日～平成 28 年５月 31 日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

通  期 53,000 7.4 3,500 37.0 3,600 20.1 2,200 29.6 67.29

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

 

業績予想欄については、上場会社各社の実情に応じて、開示対象項目や開示対象期間の追加又は削除、開示形式の変更を行うことが可能です。 

 



 

 
※ 注記事項 

 

（1） 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 
 

 

（2） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無 

② ①以外の会計方針の変更 ： 無 

③ 会計上の見積りの変更 ： 無 

④ 修正再表示 ： 無 
 

 

（3） 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 28 年５月期２Ｑ 35,497,183 株 27 年５月期 35,497,183 株

② 期末自己株式数 28 年５月期２Ｑ 3,368,006 株 27 年５月期 2,016,518 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 28 年５月期２Ｑ 33,255,347 株 27 年５月期２Ｑ 33,481,016 株

 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であ
ると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予
想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】２
ページ「(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善するなかで、個人消費が底堅く推移する

など、全体として緩やかな回復基調となりました。 

半導体業界におきましては、スマートフォン向けロジックデバイス需要に伸び悩みが見られたものの、

メモリーデバイスの需要が好調であったことから、シリコンウエハーの生産は堅調に推移いたしました。 

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開

発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。 

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は 279億９千３百万円と前年同四半期比 22.6％の増収となり、

営業利益は 20 億１百万円（前年同四半期比 39.9％増）、経常利益は 19 億７千６百万円（同 13.4％増）、四

半期純利益は 13 億３千８百万円（同 46.1％増）となりました。 

半導体事業部 

当事業部におきましては、主力の 300ｍｍウエハーを中心として、生産は高水準で推移いたしました。

そうした中で、更なる生産性の向上と原価低減を推進いたしました。 

産商事業部 

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。この結果、自社

開発製品及びその他の取扱商品ともに増収となりました。 

エンジニアリング事業部 

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売

いたしました。 

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。 

(2) 財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少等により、前事業年度末と比較して 15

億２千９百万円減少し、737 億２千２百万円となりました。一方、負債合計は支払手形及び買掛金の減少

等により 10 億９千４百万円減少し、201 億８千３百万円となりました。純資産合計は自己株式の増加 13

億５千１百万円等により、535 億３千９百万円となりました。 

②キャッシュ･フローの状況 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 171 億８千２百万円と

なり、前事業年度末に比べ 24 億４千１百万円の減少となりました。営業活動の結果得られた資金は９億６

千７百万円となりました。これは売上債権の増加７億９千１百万円や法人税等の支払５億５千６百万円等

があったものの、税引前四半期純利益 19 億４千６百万円、減価償却費 20 億８百万円等により資金が増加

したことによるものです。投資活動の結果使用した資金は 15 億６千１百万円となりました。これは、有形

固定資産の取得による支出 15 億３千９百万円等があったことによるものです。財務活動の結果使用した資

金は 18 億２千７百万円となりました。これは自己株式の取得による支出 13 億７千３百万円等があったこ

とによるものです。 

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 28 年５月期の業績予想につきましては、平成 27 年８月 10 日の「業績予想及び配当予想に関するお

知らせ」で公表いたしました業績予想に変更はございません。 
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２．四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

    （単位：百万円） 

 
前事業年度 

(平成27年５月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年11月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 25,724 23,282 

受取手形及び売掛金 18,893 19,684 

商品及び製品 196 285 

仕掛品 522 386 

原材料及び貯蔵品 1,368 1,713 

その他 951 704 

貸倒引当金 △3 △3 

流動資産合計 47,651 46,053 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 12,156 11,695 

その他（純額） 12,076 12,777 

有形固定資産合計 24,232 24,472 

無形固定資産 601 525 

投資その他の資産    

その他 2,773 2,676 

貸倒引当金 △6 △6 

投資その他の資産合計 2,766 2,670 

固定資産合計 27,601 27,668 

資産合計 75,252 73,722 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 13,723 13,632 

短期借入金 100 100 

未払法人税等 607 645 

引当金 60 31 

その他 5,077 4,162 

流動負債合計 19,568 18,572 

固定負債    

長期借入金 150 100 

退職給付引当金 1,374 1,332 

その他 185 178 

固定負債合計 1,709 1,611 

負債合計 21,277 20,183 
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    （単位：百万円） 

 
前事業年度 

(平成27年５月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年11月30日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 18,824 18,824 

資本剰余金 18,778 18,778 

利益剰余金 19,643 20,580 

自己株式 △3,410 △4,762 

株主資本合計 53,835 53,420 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 139 118 

評価・換算差額等合計 139 118 

純資産合計 53,974 53,539 

負債純資産合計 75,252 73,722 
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(2) 四半期損益計算書

(第２四半期累計期間)

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成26年６月１日 

 至 平成26年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年６月１日 
 至 平成27年11月30日) 

売上高 22,831 27,993 

売上原価 19,944 24,681 

売上総利益 2,886 3,311 

販売費及び一般管理費 1,455 1,309 

営業利益 1,431 2,001 

営業外収益    

受取利息 5 5 

受取配当金 5 4 

為替差益 285 － 

その他 16 17 

営業外収益合計 313 27 

営業外費用    

支払利息 0 0 

為替差損 － 30 

自己株式取得費用 0 22 

その他 0 0 

営業外費用合計 0 53 

経常利益 1,743 1,976 

特別利益    

固定資産売却益 19 0 

受取保険金 17 － 

特別利益合計 36 0 

特別損失    

固定資産売却損 0 0 

固定資産除却損 37 10 

減損損失 79 － 

固定資産撤去費用引当金繰入額 175 － 

その他 34 19 

特別損失合計 325 30 

税引前四半期純利益 1,453 1,946 

法人税、住民税及び事業税 595 562 

法人税等調整額 △58 45 

法人税等合計 537 608 

四半期純利益 916 1,338 
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

    （単位：百万円） 

 
前第２四半期累計期間 
(自 平成26年６月１日 

 至 平成26年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年６月１日 
 至 平成27年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益 1,453 1,946 

減価償却費 1,281 2,008 

減損損失 79 － 

受取利息及び受取配当金 △11 △10 

支払利息 0 0 

為替差損益（△は益） △86 20 

売上債権の増減額（△は増加） △2,131 △791 

たな卸資産の増減額（△は増加） △87 △298 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,328 △90 

その他 213 △1,269 

小計 2,040 1,514 

利息及び配当金の受取額 11 10 

利息の支払額 △0 △0 

法人税等の支払額 △629 △556 

保険金の受取額 17 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,438 967 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △5,100 △6,100 

定期預金の払戻による収入 5,000 6,100 

有形固定資産の取得による支出 △856 △1,539 

有形固定資産の売却による収入 10 0 

無形固定資産の取得による支出 △27 △16 

その他 △32 △5 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,006 △1,561 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の返済による支出 △50 △50 

自己株式の取得による支出 △0 △1,373 

配当金の支払額 △401 △401 

その他 △2 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー △453 △1,827 

現金及び現金同等物に係る換算差額 86 △20 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 64 △2,441 

現金及び現金同等物の期首残高 17,747 19,624 

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,811 17,182 

 

三益半導体工業㈱（8155）平成28年５月期 第2四半期決算短信(非連結)

－6－



    

(4) 四半期財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

当社は、平成 27 年９月 25 日開催の取締役会決議に基づき、公開買付けにより自己株式 1,351,300 株

の取得を行いました。この結果、当第２四半期累計期間において自己株式が 1,351 百万円増加し、当第

２四半期会計期間末において自己株式が 4,762 百万円となっております。 

 

(セグメント情報) 

報告セグメントごとの売上高に関する情報 

前第２四半期累計期間（自 平成 26 年６月１日 至 平成 26 年 11 月 30 日） 
（単位：百万円）  

 
報告セグメント 

 
半導体事業部 産商事業部 

エンジニア 

リング事業部
計 

調整額 
四半期 

損益計算書
計上額 

売上高       

外部顧客への売上高 10,989 11,841 ― 22,831 ― 22,831

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

2 ― 819 822 △822 ―

合計 10,992 11,841 819 23,653 △822 22,831

 

当第２四半期累計期間（自 平成 27 年６月１日 至 平成 27 年 11 月 30 日） 
（単位：百万円）  

 
報告セグメント 

 
半導体事業部 産商事業部 

エンジニア 

リング事業部
計 

調整額 
四半期 

損益計算書
計上額 

売上高       

外部顧客への売上高 11,610 16,382 ― 27,993 ― 27,993

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

1 ― 1,436 1,438 △1,438 ―

合計 11,611 16,382 1,436 29,431 △1,438 27,993

 

 

三益半導体工業㈱（8155）平成28年５月期 第2四半期決算短信(非連結)

－7－




